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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金型のキャビティ内に配置された部品を熱硬化性の樹脂によりインサート成形するに際
し、
　前記金型に前記部品表面に当接するコアピンを設け、金型内に樹脂を充填し、樹脂の硬
化が始まった後、硬化が完全に終わる前に前記コアピンを引き抜くことでガス抜きを行う
ことを特徴とする樹脂成形品の成形方法。
【請求項２】
　前記コアピンの引き抜きにより減圧状態としてガス抜きを行うことを特徴とする請求項
１記載の樹脂成形品の成形方法。
【請求項３】
　前記コアピンを金型から引き抜き、コアピンが挿入されるコアピン孔を開放することで
ガス抜きを行うことを特徴とする請求項１記載の樹脂成形品の成形方法。
【請求項４】
　前記部品が希土類金属磁石であることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項記載
の樹脂成形品の成形方法。
【請求項５】
　所定の金型面に設けられたガイドにより前記部品を位置決めするとともに、前記部品に
対して前記ガイドが設けられた金型面に向かって樹脂の流れによる力が加わるように樹脂
を注入することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項記載の樹脂成形品の成形方法
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種部品が樹脂中にインサート成形されてなる樹脂成形品に関するものであ
り、さらにはその成形方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　樹脂成形品の分野においては、電子部品や機構部品をインサート成形することが広く行
われており、これら部品を一体に組み込むことで、樹脂成形品に様々な機能を付加するこ
とが可能になる。ここで、インサート成形は、金型内に部品を配置して、樹脂を注入する
だけでよく、電子部品や機構部品等が一体化された樹脂成形品を簡単に作製することがで
き、工数削減やコストダウンに有効な方法である。
【０００３】
　近年、電子機器等の小型化の進展に伴い、機器内に組み込む部品に対しても小型化が要
求されており、前記樹脂成形品においても例外ではない。そして、樹脂成形品を小型化す
るためには、成型品の樹脂厚を極力削減することが必要になり、その成形に際しては、先
ず、強度の確保が課題となる。
【０００４】
　このような状況から、例えば樹脂中にフィラーを添加することで、樹脂成形品の強度を
確保する試みがなされている（特許文献１等を参照）。特許文献１は、レンズホルダの成
形に関するものであるが、レンズホルダを形状異方性を有するフィラー入り樹脂によって
成形すると共に、フィラーが中心軸の軸線方向に配向されるようにしている。これにより
、寸法精度に優れ、かつ薄く軽量でも機械的剛性の高いレンズホルダが提供できるとして
いる。
【特許文献１】特開平６－２７３６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
  ところで、前記インサート成形においては、インサート成形の際の樹脂の粘性が高いた
め、樹脂の流れにより大きな力がインサート部品に加わり、その結果、しばしば部品の浮
き上がりを起こしてしまう。通常、インサート部品の位置ずれを防止するために、例えば
金型にガイドを設け、ここにインサート部品を配置して成形を行うが、ただ単にインサー
ト部品の一面側を支持するガイドを配した場合には、樹脂の粘性による応力がインサート
部品に加わる結果、ガイドからインサート部品が浮き上がってしまう。
【０００６】
　前述のようなインサート部品の浮き上がりが生ずると、熱硬化性の樹脂を用いた場合に
おけるガス抜き不良が大きな問題となる。熱硬化性の樹脂を用いた場合、硬化に伴って反
応ガスが発生するが、通常、この反応ガスは、インサート部品と金型の間の微小空間を利
用して、例えば前記ガイド等に沿って外部に逃がされる。ここで、インサート部品に浮き
上がりが生ずると、回り込んだ樹脂によって被膜が形成され、前記ガイドに沿った微小空
間が当該被膜によって塞がれた形になる。その結果、反応ガスのガス抜きができなくなり
、樹脂とインサート部品の間で解離が発生したり、ガスが溜まり樹脂が変形してフクレや
クラックが発生する等の障害が発生する。
【０００７】
　また、仮に前述のような部品の浮き上がりによるガス抜き不良が発生しなくとも、例え
ば部品として希土類金属磁石等を用いた場合には、熱膨張係数に由来するガス抜き不良が
発生するおそれもある。例えば、希土類金属磁石は、配向方向と直交する方向において負
の熱膨張係数を有し、冷却時にはこの方向において膨張することになる。このとき、周囲
の樹脂は収縮するので、希土類金属磁石と樹脂の間に隙間が形成され難く、ガスの排出を
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十分に行うことが難しい。
【０００８】
　前記部品の浮き上がりを防止するには、例えば外部から固定ピンを差し込んで、インサ
ート部品を当該固定ピンとガイドの間に挟み込んで固定し、樹脂の応力によって浮き上が
らないようにする等、何らかの工夫が必要である。
【０００９】
　しかしながら、外部から固定ピンを差し込んでインサート部品を固定する場合、金型内
部には非常に高い圧力が加わることや、樹脂が均一に充填されるように樹脂の流れを妨げ
ないような工夫が必要になること等から、その実施には大きな困難が伴う。
【００１０】
　例えば固定ピンの先端でインサート部品を固定する場合、前記金型内部に加わる圧力に
抗して大きな力を加える必要があるが、インサート部品にはその寸法にある程度のバラツ
キがあるため、過度の力がインサート部品に加わってこれを破損するおそれがある。
【００１１】
　また、ガス抜きに関しては、結局はガイドや固定ピンと樹脂、あるいは部品との間の隙
間を利用して行うことになるが、前記の通り、十分とは言えない。さらに、外部から固定
ピンを差し込んでインサート部品を固定する場合、固定ピンを引き抜いた後に樹脂部に大
きな開口部（孔）が形成されることになり、強度低下の原因となるおそれもある。特に、
前記固定ピンは樹脂の最も薄い部分に設けられることもあり、成形後には前記開口部にお
いて急激に応力が開放され、クラック等が発生し易い。これらクラックが発生すると、製
品として提供することはできず、したがって、不良品の発生による歩留まり低下が大きな
問題となる。
【００１２】
　本発明は、このような従来の実情に鑑みて提案されたものである。すなわち、本発明は
、部品をインサート成形する場合において、反応ガスのガス抜きを確実に行うことができ
、フクレや変形が発生することがない樹脂成形品、並びにその成形方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者は、前記目的を達成せんものと長期に亘り鋭意検討を重ねてきた。その結果、
部品をインサート成形する際に、コアピンの引き抜きによる負圧を利用することで、反応
ガスのガス抜きが著しく促進されるとの結論を得るに至った。
【００１５】
　本発明は、このような知見に基づいて案出されたものである。すなわち、本発明の成形
方法は、金型のキャビティ内に配置された部品を熱硬化性の樹脂によりインサート成形す
るに際し、前記金型に前記部品表面に当接するコアピンを設け、金型内に樹脂を充填し、
樹脂の硬化が始まった後、硬化が完全に終わる前に前記コアピンを引き抜くことでガス抜
きを行うことを特徴とする。
【００１６】
  インサート成形において、樹脂として熱硬化性の樹脂を用いると、反応ガスが発生する
。そのガス抜きが十分でないと、樹脂と部品の間で解離が発生したり、ガスが溜まって樹
脂が変形する等の障害が発生する。本発明では、コアピンの引き抜きによる負圧（減圧状
態）を利用し、ガス抜きを促進する。すなわち、コアピンを引き抜く操作により生ずる空
間は、周囲に比べて減圧状態になる。それにより、反応ガスがこの空間に集まってきて、
ガス抜きが促進される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、反応ガスのガス抜きを確実に行うことができ、ガス抜き不良によるフ
クレや変形の無い品質の高い樹脂成形品を提供することが可能である。また、本発明にお
いては、固定ピンを必要最小限とすることができ、場合によっては固定ピンが無くても良
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いので、強度低下等も抑えることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明を適用した樹脂成形品及びその成形方法について、図面を参照して詳細に
説明する。なお、実際の樹脂成形品は、様々な形状をしており、部品の配置等も多様であ
るが、本実施形態においては、最も簡単なモデルを使用してその基本概念を説明する。
【００１９】
　図１は、本発明を適用した樹脂成形品１の概略構成を示すものである。図１（ａ）は平
面図、図１（ｂ）は側面図、図１（ｃ）は正面図である。
【００２０】
　この樹脂成形品１は、例えば熱硬化性の樹脂等からなる樹脂部中に２つの部品（例えば
希土類金属磁石）をインサート成形したものである。前記樹脂成形品１においては、樹脂
部が大きく２つに分割され、これら各樹脂部２Ａ，２Ｂが筐体状に連結された構造を有し
ており、分割された樹脂部２Ａ，２Ｂにそれぞれ部品３がインサート成形されている。部
品３は、金型に設けられたガイドによって位置決めされており、したがって、樹脂部２Ａ
，２Ｂには、ガイドに対応してガイド孔４が形成されている。
【００２１】
　また、本発明の樹脂成形品１においては、前記各部品３に対応してガス抜き孔５が形成
されており、これが大きな特徴である。ガス抜き孔５は、成形時に反応ガスのガス抜きを
促進するものであり、部品３の表面の一部が露呈するように形成されている。このガス抜
き孔５は、ガス抜きを促進するに足る開口径を有していればよく、なるべく小さな径で形
成することが好ましい。
【００２２】
　前記ガス抜き孔５は、部品３の表面の一部と重なる形で形成すればよいが、その開口形
状が部品３の一表面内に収まるように形成することが好ましい。ガス抜き孔５が部品３の
表面からはみ出す形で形成されると、ガス抜き孔５を形成するコアピンに樹脂圧が加わり
、バリやガス抜き孔５の閉塞等に繋がるおそれがある。また、前記ガス抜き孔５は、各部
品３に対応して形成することが好ましく、したがって、インサートされる部品３が複数あ
る場合には、ガス抜き孔５も複数設けることが好ましい。
【００２３】
　樹脂成形品１には、前記ガス抜き孔５の他、前記ガイド孔４も設けられているが、これ
ら開口部は、部品３の一面側にのみ配置されていることが好ましい。例えば、固定ピン等
による開口部が前記ガイド孔４やガス抜き孔５の反対側に形成されていると、強度の低下
やクラックの発生が問題になる可能性がある。
【００２４】
  ここで、例えば金型として上型と下型を用いてインサート成形を行う場合、成形後金型
を開く際には、通常、樹脂成形品１は下型に位置している。したがって、樹脂成形品１の
上部に滞留したガスは、金型を開くことにより、比較的容易に開放される。これに対して
樹脂成形品１の下部に滞留したガスは、下型と樹脂成形品１の間、あるいは樹脂成形品１
とインサートされる部品３の間に封じ込められているため容易に開放されない。そのため
金型を開く際には、樹脂成形品１の上下部に急激な圧力変化を生じ、フクレやクラックの
発生を、より顕著なものとしてしまう。したがって、このような不都合を解消するために
は、コアピン（ガス抜き孔５）は樹脂成形品１が位置する側の金型、前述の例でいえば下
型の成形時に部品を位置決めするガイドピンにより形成される開口部（ガイド孔４）のあ
る面側にあることが望ましい。
【００２５】
　以上の構成を有する樹脂成形品１においては、ガス抜き孔５が設けられているので、ガ
ス抜き不良によるフクレや変形、クラック等が発生することはない。通常、部品３の周囲
の樹脂厚の薄い部分、例えば図１に示す例では矢印で示す部分において、フクレや変形が
発生し易いが、ガス抜きが円滑に行われることにより、このような障害を解消することが
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できる。
【００２６】
　次に、前記樹脂成形品１の成形方法について説明する。前記樹脂成形品１の成形に際し
ては、部品をインサート成形する必要があるが、このように部品をインサート成形する場
合には、部品と樹脂の熱膨張係数の違いを考慮する必要がある。組み込む部品と樹脂は、
通常、熱膨張係数が異なるため、一体成形後、クラックが入り易い。特に、異方性を持つ
希土類金属磁石の場合、前記傾向が顕著である。配向方向と直交する方向における熱膨張
係数が負であるためである。希土類金属磁石をインサート成形した場合、前記熱膨張係数
の関係から、一体成形後の冷却時において希土類金属磁石の周囲を取り囲んだ樹脂は収縮
するのに対し、樹脂に取り囲まれた希土類金属磁石は膨張する。その結果、大きな応力が
発生することになる。したがって希土類金属磁石は、樹脂等の他の物質と一体化した場合
、温度変化時に発生する応力に敏感なためクラックを生じやすい。よって、それを考慮し
て工程を設計する必要がある。また、樹脂成形に際しては、ガスが発生することがあるが
、この場合、発生したガスが、樹脂のまわり込み等により外部に排出できず、樹脂と磁石
界面に溜まることがある。このような場合、冷却時に、樹脂が縮むのに対し磁石が膨張し
、界面のガスが押し潰されて高い内圧を発生することになる。したがって、前記ガスを速
やかにガス抜きし得るように工程を設計することも必要である。本実施形態の成形方法は
、これらの事項を考慮して工程を最適化したものである。
【００２７】
  すなわち、本実施形態において前記樹脂成形品１を成形するには、例えば図２に示すよ
うに、直方体形状を有する金型６のキャビティ内に部品３を配置し、いわゆるインサート
成形を行う。図２（ａ）は、樹脂注入前の部品セッティング状態を示すものであり、金型
６の底面６ａに複数のガイド７が設けられており、これらガイド７によって部品３が前記
底面６ａの面内方向で位置決めがなされる。
【００２８】
　ガイド７は、本例の場合、部品３の４隅に対応して４箇所に設けられており、各ガイド
７は、例えば図３に示すように、部品３の周面を支持する立ち上がり壁７ａと、部品３の
底面を支持する載置面７ｂとから構成されている。したがって、インサートされる部品３
は、前記ガイド７の載置面７ｂによって高さ方向の位置決めがされ、前記立ち上がり壁７
ａによって面内方向の移動が規制される。
【００２９】
　また、本発明においては、ガス抜きのためのコアピン８が金型６に設置されており、成
形時にガス抜きを円滑に行うようになっている。このコアピン８は、所定の径を有する断
面円形のピンであり、油圧装置９によって金型６に対して挿脱自在とされている。コアピ
ン８は、樹脂成形品１の大きさや発生ガス量、他の部分からのガス抜けの程度等を考慮し
て、その数や径を設定すればよく、例えば必要に応じて各部品３に対応して複数設けても
よい。なお、前記コアピン８を加圧する装置としては、前記油圧装置９に限らず、例えば
バネ等により加圧するものであってもよい。樹脂注入前においては、前記コアピン８の先
端が前記ガイド７の載置面７ｂと同じ高さになるように、油圧装置９によって押し込まれ
ている。
【００３０】
  この状態で樹脂の注入を行うが、このとき、部品３は前記ガイド７の載置面７ｂ上に載
置されているだけであるので、上方向には移動可能である。したがって、部品３の浮き上
がりによる樹脂のまわり込みが懸念される。この樹脂のまわり込みのため、発生したガス
が抜けにくくなる恐れがある。そこで、本実施形態では、樹脂の流れを利用して、前記部
品３の浮き上がりを防止すればさらに効果的である。
【００３１】
　具体的には、前記金型６において、部品３よりも高い位置にゲート１０を設け、ここか
ら樹脂を注入する。このように、部品３よりも高い位置に設けられたゲート１０から樹脂
を注入すると、樹脂の流れは、いわゆるダウンフローとなり、図２（ｂ）中に矢印で示す
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ように、上から下に向かう流れとなる。また、樹脂の流れの一部は、部品３上を通過する
形になる。
【００３２】
　このような樹脂の流れにより、部品３に対して矢印Ｆで示す方向の力が加わり、その結
果、部品３は金型６のガイド７が形成された金型面６ａ、すなわちガイド７の載置面７ｂ
に向かって押し付けられることになる。したがって、部品３は、樹脂注入時に浮き上がる
ことがなく、ガイド７による位置決め状態が維持され、部品３の位置ずれの無い成形が可
能になる。
【００３３】
　この場合、部品３に対する樹脂注入口（ゲート１０）の高さが重要である。具体的には
、先ず、ガイド７の載置面７ｂによって高さが決まる部品３の底面を基準とする。この底
面を基準ｈ０とすると、部品３の上面の位置が高さｈということになる。この場合、前記
底面を基準ｈ０として、前記部品３の重心の高さよりも高い位置にゲート１０を設ける必
要がある。部品３が上下対称な形状を有する場合には、前記高さｈの１／２よりも高い位
置にゲート１０を設ける必要がある。これよりも低い位置にゲート１０を設けると、樹脂
の流れが部品３に対して上昇する方向となり、部品３の浮き上がりの可能性が高くなる。
好ましくは、部品３の高さｈ以上の位置にゲート１０を設けるのが良い。
【００３４】
　樹脂の充填の後、図２（ｃ）に示すように、油圧装置９の操作によりコアピン８を後退
させる。このコアピン８を後退させるタイミングは、樹脂の硬化が始まった後、硬化が完
全に終わる前であるが、タイミングがあまり早すぎると、未硬化の樹脂がコアピン８を後
退した空間内に流れ込む可能性がある。また、樹脂が完全に硬化してからコアピン８を引
き抜いたのでは、十分な効果が得られなくなるおそれがある。したがって、樹脂の冷却開
始時から金型６が開くまでの間の何れかの時にコアピン８を後退させることが好ましく、
前記期間の概ね中間時点から金型が開くまでの間が好ましく、さらに金型が開く直前にコ
アピン８を後退させることが好ましい。
【００３５】
　コアピン８の後退は、例えばコアピン８を所定量後退させることによって行ってもよい
し、コアピン８を金型６から完全に外部に引き抜く形で行ってもよい。前者の場合、コア
ピン８の後退により空間ｋが形成され、この空間ｋ内が周囲に比べて減圧状態になること
から、ガス抜きが促進される。後者の場合には、コアピン８を引き抜いた孔から外部に速
やかに反応ガスが逃散される。
【００３６】
　以上の構成を有する本発明においては、樹脂成形品を構成する樹脂材料として、任意の
樹脂材料を用いることができるが、特に熱硬化性の樹脂を用いた場合に適用することで、
その効果を引き出すことができる。これは、樹脂成形品に熱硬化性の樹脂を用いた場合に
は、ガスが発生し易く、前記ガス抜きによる効果が顕著であるからである。
【００３７】
　以上が本発明の成形方法の基本的な考えであるが、成形に際しては、これに加えて、例
えば部品３の長手方向に沿って樹脂の流れが形成されるように、部品３の略長手方向から
樹脂を注入することが好ましい。前記成形方法により、前述の通り発生ガスによるフクレ
やクラックを防止できるが、これに加えて樹脂の流れを考慮することにより、一体成形品
の構造に起因するクラックを防止できるからである。
【００３８】
　例えば、部品３をインサート成形した場合、成形される樹脂成形品においては、部品３
の長手方向に沿って形成される部分の樹脂厚が薄いことが多い。図４は、金型６内に部品
２を配置した場合の樹脂成形品の代表的な形状例を示すものである。この樹脂成形品にお
いては、部品２の４辺に対応した樹脂部Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄを有しており、それぞれの樹脂部
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの厚さがｔ１，ｔ２，ｔ３，ｔ４とする。そして、ｔ１，ｔ２，ｔ３＞ｔ

４であり、樹脂の厚さが最も薄い部分が樹脂部Ｄとする。したがって、成形される樹脂成
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形品において、最も強度が弱いのは樹脂部Ｄということになる。
【００３９】
　このような形状の樹脂成形品を成形する場合、例えば図５（ａ）に示すように、樹脂部
Ｃ側から樹脂を注入すると、樹脂の流れは図中矢印で示すようなものとなる。すなわち、
樹脂部Ｃ側から金型６のキャビティ内に注入された樹脂の流れは、部品３によって遮られ
、部品３を避けながら移動する。そして、樹脂部Ｄに関しては、樹脂部Ａや樹脂部Ｂを回
り込んだ後、樹脂の流れが到達する。このとき、樹脂部Ｄにおいて、部品３によって分流
された樹脂の流れが合流することになり、その結果、図中ｗで示す位置において、いわゆ
るウエルドを起こす。ウエルドは、強度低下の大きな原因となり、これが最も強度の弱い
樹脂部Ｄにおいて起こると、この部分でのクラックの発生に繋がり、信頼性を著しく損な
うことになる。
【００４０】
　一方、図５（ｂ）に示すように、樹脂部Ａ側から樹脂を注入すると、やはり部品３によ
って樹脂の流れが部品３に沿って分割され、部品３の終端、この場合には樹脂部Ｂで合流
する。したがって、樹脂部Ｂにおいてウエルドが起こるが、樹脂部Ｂは樹脂の厚さが厚く
、ウエルドが起こったとしても、強度低下の影響は僅かであり、これが原因でクラックが
入ることはない。また、樹脂の厚さが最も薄い樹脂部Ｄについて言えば、この部分には部
品３を避けながら移動する樹脂の流れが形成され、樹脂流れの合わさり目となることがな
いので、ウエルドが起こることはない。したがって、強度的に最も問題となる樹脂部Ｄに
おいて強度が低下することがなく、クラックの発生が抑えられる。
【００４１】
　前述のように、樹脂の注入方向によって部品３の周囲での樹脂の流れが変わる。したが
って、樹脂成形品の成形に際しては、図５（ｂ）に示すように、樹脂の厚さが最も薄く強
度的に問題となる樹脂部Ｄに沿って平行に樹脂の流れが形成されるように、すなわち樹脂
部Ａ側（あるいは樹脂部Ｂ側）から樹脂を注入することが好ましいということになる。
【００４２】
　また、樹脂成形品の強度を向上するために、樹脂に繊維状フィラーを添加した場合や、
部品２に負の熱膨張係数を有する希土類金属磁石等を用いた場合には、これに応じて樹脂
の注入方向を考慮することが好ましい。
【００４３】
  以上のように、本発明によれば、コアピン８の引き抜きにより反応ガスのガス抜きを確
実に行うことができ、ガス抜き不良によるフクレや変形等の無い品質の高い樹脂成形品を
作製することが可能である。また、前記に加えて、部品の位置ずれを抑制するために樹脂
の注入を適正に制御することで、ガス抜きの効果をさらに大なるものとすることができ、
不良品の発生を抑え、樹脂成形品の歩留まりを大幅に向上することが可能である。また、
前記に加えて、樹脂の注入を適正に制御することで、クラック等の発生を確実に抑制する
ことができ、前記ガス抜きの効果による不良品の発生の抑制と相俟って、樹脂成形品の歩
留まりを大幅に向上することが可能である。
【実施例】
【００４４】
　以下においては、実際に樹脂成形品を成形し、本発明の効果を確かめた。
【００４５】
実施例
　本実施例において作製した樹脂成形品の形状は図１に示す通りであり、樹脂部中に２つ
の希土類金属磁石をインサート成形した。樹脂中にインサート成形した希土類金属磁石は
、１０ｍｍ×１０ｍｍ×３ｍｍであり、通常の粉末冶金の手法により作製した。希土類金
属磁石における配向方向は厚さ方向（３ｍｍの方向）であり、表面にはＮｉめっきを施し
た。注入する樹脂としては、ガラスフィラーを４０質量％充填した熱硬化性樹脂を用いた
。
【００４６】
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　前記樹脂成形品を、図２に示す方法にしたがって成形した。作製した樹脂成形品の数は
２００個である。なお、本実施例においては、樹脂の注入後、金型を開く直前にコアピン
を後退させることによりガス抜きを行った。したがって、図１に示すように、成形された
樹脂成形品には、ガス抜き孔が形成されていた。
【００４７】
　各樹脂成形品について、樹脂が固化した後、金型から取り出し、１８０℃にて３時間エ
ージングを行った。その後、樹脂部におけるフクレや変形、クラック等の発生状況を目視
にて確認した。フクレや変形、クラック等が発生した樹脂成形品の数量を成形個数（２０
０個）で除し、不良品発生率を求めて評価した。その結果、不良品発生率は０％と極めて
良好な値を示していた。
【００４８】
比較例
　実施例と同様の樹脂成形品を成形したが、コアピンの引き抜きによるガス抜きを行わな
かった。したがって、作製した樹脂成形品には、ガス抜き孔は形成されていない。この場
合には、フクレや変形、クラック等による不良品発生率が９６％と実施例に比べて著しく
大きな値であった。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明を適用した樹脂成形品の一例を示すものであり、（ａ）は平面図、（ｂ）
は側面図、（ｃ）は正面図である。
【図２】成形プロセスの一例を示す模式図であり、（ａ）はセッティング状態、（ｂ）は
樹脂注入状態、（ｃ）はコアピンの引き抜きによるガス抜き状態をそれぞれ示す。
【図３】金型に設けられたガイド及びコアピンの形状例を示す要部概略斜視図である。
【図４】金型キャビティ内へ部品の配置例を示す平面図である。
【図５】（ａ）は部品の長手方向と直交する方向から樹脂を注入した場合の樹脂の流れを
示す模式図であり、（ｂ）は部品の長手方向と平行な方向から樹脂を注入した場合の樹脂
の流れを示す模式図である。
【符号の説明】
【００５０】
１　樹脂成形品、２Ａ，２Ｂ　樹脂部、３　部品、４　ガイド孔、５　ガス抜き孔、６　
金型、７　ガイド、７ａ　立ち上がり壁、７ｂ　載置面、８　コアピン、９　油圧装置、
１０　ゲート
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